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Экономические аспекты развития 
микроэлектроники КНР

М. Макушин 1, А. Фомина, д. э. н. 2

В последние годы микроэлектроника КНР демонстрирует отличные 
количественные и качественные темпы роста. Дальнейшее ее развитие связано 
с более глубоким встраиванием в национальную экономику, использованием 
новых подходов и технологий, включая искусственный интеллект. Пока же КНР 
сильно зависит от импорта ИС, который по стоимости превосходит закупаемую 
нефть. Руководством страны поставлена задача увеличения внутреннего 
производства ИС в целях снижения зависимости от импортной продукции. 
Удастся ли достичь целей в условиях торговой войны с США и ограничений на 
доступ к высоким технологиям, вводимых странами-конкурентами?

Общая ситуация в мирОвОй 
микрОэлектрОнике *

Ситуация в мировой микроэлектронике складывается во 
многом под воздействием неопределенности перспек-
тив развития противоречий США с КНР и Европой (вклю-
чая проблему Брексита). По оценкам исследовательской 
корпорации IC Insights (Скоттсдэйл, шт. Аризона), в теку-
щем году доходы от продаж полупроводниковых прибо-
ров увеличатся на 1,6%, а  в  следующем  –  сократятся на 
0,9%. Затем, по прогнозам, на протяжении трех лет рост 
будет составлять от 7 до 13% (рис.  1). Причем темпы уве-
личения продаж ИС китайских фирм в целом будут зна-
чительно опережать общемировые показатели. Одна из 
тенденций на мировом рынке  –  конец двухлетнего «су-
перцикла» роста продаж схем памяти, прежде всего ДОЗУ. 
Не исключается, что средние продажные цены ИС к кон-
цу года снизятся на 6%.

После введения 25%-ных ставок таможенного тарифа 
на импортируемую китайскую микроэлектронику аме-
риканские аналитики отмечают, что у Китая и США есть 
«много стимулов» для урегулирования торговой войны. 
Попытки провести в Конгрессе запрет продаж ИС компа-
ний Huawei и ZTE, а также другие антикитайские ограни-
чения встречают активное сопротивление Ассоциации 
полупроводниковой промышленности США. Причина  –  
в КНР расположено много производственных филиалов 
американских фирм, и подобные меры приведут к удоро-
жанию конечных электронных систем, изготавливаемых 
в США, и снижению их конкурентоспособности на миро-
вом рынке [1]. Структура мирового рынка ИС по типам из-
делий представлена в табл. 1.

1 АО «ЦНИИ «Электроника», главный специалист,  

mmackushin@gmail.com.
2 АО «ЦНИИ «Электроника», генеральный директор.

сОвременнОе сОстОяние китайскОй 
микрОэлек трОники
В результате реализации Рекомендаций по развитию 
национальной полупроводниковой промышленности 
(促进国家集成电路产业发展的指导方针), опубликованных 
Госсоветом КНР в июне 2014 года и разработанных в це-
лях формулирования основных руководящих принци-
пов политики и инвестиционной поддержки микроэлек-
троники КНР, а  также плана «Сделано в  Китае  –  2025» 
(中国制造2025) полупроводниковая промышленность 
этой страны демонстрирует быстрый рост, который, как 
ожидается, станет одним из драйверов мировой полу-
проводниковой промышленности. В области проекти-
рования ИС китайские fabless-фирмы, такие как HiSilicon 
и Unigroup Spreadtrum & RDA, вошли в первую десятку 
крупнейших в мире разработчиков ИС. В области обра-
ботки пластин на китайские производственные мощ-
ности по изготовлению ИС приходится 13–15% миро-
вых производственных мощностей (правда, продажи 
собственно китайских фирм почти в два раза меньше, 
поскольку площадки китайских кремниевых заводов 
используются во многом для контрактного производ-
ства зарубежных фирм и  продукция учитывается как 
выпущенная этими фирмами). И  это несмотря на то, 
что крупнейшие китайские производители ИС  –  SMIC 
и  Huahong Group  –  отстают от зарубежных конкурен-
тов в  освоении новейших производственных процес-
сов. В  области проектирования ИС китайские fabless-
фирмы, такие как HiSilicon и Unigroup Spreadtrum & RDA, 
вошли в первую десятку крупнейших в мире разработ-
чиков ИС. В  области корпусирования и  тестирования 
ИС китайские фирмы (JCET, NFME и Huatian Technology) 
также входят в первую десятку фирм мира.

«Рекомендации…» и  «План…» привели к  буму ка-
питаловложений. Однако для обеспечения новых 
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возможностей развития и процветания китайской ми-
кроэлектроники инвестиции должны выйти далеко 
за рамки сооружения заводов по обработке пластин. 
Стратегия устойчивого и долгосрочного роста нацио-
нальной полупроводниковой промышленности при 
дальнейших существенных капиталовложениях долж-
на уделять больше внимания инновационным техноло-
гиям. Хотя реализация инновационного подхода тре-
бует времени, она приведет к  увеличению спроса на 
производственные мощности, росту ВВП и  числа ра-
бочих мест [2].

В соответствии с «Рекомендациями…» в 2014 году был 
создан Фонд развития микроэлектроники Китая (China 
IC Fund), который за прошедшие годы привлек на цели 
развития перспективных технологий микроэлектрони-
ки и изделий микроэлектроники порядка 22 млрд долл. 
Помимо этого в  ряде провинций и  крупных городов 
было создано 11 местных фондов развития микроэлек-
троники. В  целом, предпринимаемые в  последние го-
ды усилия по развитию национальной полупроводни-
ковой промышленности призваны если не устранить, 
то существенно ослабить зависимость осуществляе-
мого в  КНР производства электронных систем от за-
купки зарубежных ИС и полупроводниковых приборов. 

Ежегодный объем импорта превышает 100 млрд долл. 
На преодоление этой зависимости за счет развития 
национальной микроэлектроники предполагается на-
править в течение десяти лет порядка 161 млрд долл. Из 
них 63–65 млрд долл. придется на центральный фонд, 
остальное –  на местные фонды и частных инвесторов.

Однако государственное финансирование полупро-
водниковой промышленности КНР превратилось в один 
из очагов напряженности во взаимоотношениях с США, 

Рис. 1. Динамика мирового рынка полупроводниковых приборов (до 2018 года фактически, далее прогноз).  

Источник: IC Insights
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которая вылилась в  торговую войну. США утверж-
дают, что поддержка китайским правительством на-
циональной микроэлектроники  –  антиконкурентная 
практика.

Обострение торговых противоречий с  США, а  так-
же странами ЕС, Тайванем и Японией может привести 
к  ограничению доступа КНР на эти рынки и  к  передо-
вым технологиям. Соответственно, требуется увели-
чить финансирование внутренних НИОКР. По данным 
Wall Street Journal, правительство КНР намеревалось 
создать в конце 2018-го –  начале 2019 года второй цен-
тральный инвестиционный фонд развития микроэлек-
троники  –  China Integrated Circuit Industry Investment 
Fund, ориентированный в первую очередь на стимули-
рование НИОКР по перспективным направлениям. Пер-
воначально предполагалось, что объем средств фонда 
составит от 19 до 32 млрд долл. Теперь же из-за амери-
кано-китайских торговых противоречий сумма может 
быть увеличена. Средства нового фонда, выделяемые 
на развитие полупроводниковых и  смежных техноло-
гий, в частности, предназначены для расширения воз-
можностей китайских фирм в области проектирования 

Рис. 2. Географическое распределение установленных 

производственных мощностей по обработке пластин 

по состоянию на декабрь 2018 года (месячная производ-

ственная мощность в пересчете на эквивалент 200-мм 

пластин). Источник: IC Insights
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Таблица 1. Структура мирового рынка ИС в 2016–2019 годах. Источник: IC Insights

Период
Аналоговые ИС Логика* Память Рынок ИС, всего

Всего Прирост, % Всего Прирост, % Всего Прирост, % Всего Прирост, %

2016

Продажи, млрд долл.

Отгрузки, млрд шт.

СПЦ, долл.

49,44

133,26

0,37

5

6

–1

167,23

75,73

2,21

4

6

–1

79,44

42,68

1,86

2

12

–9

296,10

251,67

1,18

4

7

–3

2017

Продажи, млрд долл.

Отгрузки, млрд шт.

СПЦ, долл.

54,54

154,84

0,35

10

16

–5

184,92

90,16

2,05

11

19

–7

129,92

44,61

2,91

64

5

56

369,38

289,61

1,28

25

15

8

2018

Продажи, млрд долл.

Отгрузки, млрд шт.

СПЦ, долл.

60,26

177,35

0,34

10

15

–4

202,09

100,50

2,01

9

11

–2

168,45

43,53

3,87

30

–2

33

430,80

321,38

1,34

17

11

5

2019 (прогноз)

Продажи, млрд долл.

Отгрузки, млрд шт.

СПЦ, долл.

64,86

193,18

0,34

8

9

–1

215,00

110,29

1,95

6

10

–3

157,95

43,75

3,61

-6

1

–7

437,81

347,23

1,26

2

8

–6

* Включая логику и микрокомпоненты (микропроцессоры, микроконтроллеры, микропериферия, ЦОС-процессоры).



№2 (00183) 2019 ЭЛЕКТРОНИК А  наука | технология | бизнес  161

Экономика + Бизнес  www.electronics.ru

и  производства перспективных центральных и  графи-
ческих процессоров [3].

местО кнр в мирОвОм парке 
устанОвленнОгО ОбОрудОвания
Благодаря амбициозным планам развития внутрен-
ней полупроводниковой промышленности КНР по ито-
гам 2018 года она продемонстрировала самые высокие 
темпы прироста парка установленного оборудования –  
ее доля в мировом парке такого оборудования достиг-
ла 12,5% (рис. 2) по сравнению с  10,8% в  2017-м. По это-
му показателю Китай почти догнал Северную Амери-
ку. (Учитываются мощности китайских и  зарубежных 
фирм, производственные подразделения которых на-
ходятся на территории Поднебесной).

Лидером по мощности установленного оборудова-
ния с 2015 года остается Тайвань [4].

От сООру жения к Оснащению завОдОв
В  соответствии с  пятилетним планом, КНР перехо-
дит от этапа сооружения заводов по обработке пла-
стин к  их оснащению оборудованием. Бум строи-
тельства таких предприятий пришелся на 2017  год, 
когда в  Китае начали возводить 26 производств 
по обработке пластин различного диаметра для 

формирования ИС и  дискретных полупроводнико-
вых приборов (рис. 3).

До 2016–2018 годов наибольшие затраты на полупро-
водниковое оборудование в  КНР несли иностранные 
фирмы. Однако ситуация постепенно меняется: доля 

Рис. 3. Количество вводимых в строй предприятий (все 

заявленное с учетом производства дискретных полупро-

водниковых приборов). Источник: World Fab Forecast report, 

Feb. 28, 2018, SEMI
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расходов на эти цели местных фирм может увеличить-
ся с 33% в 2017 году до 45% в 2019-м.

Крупнейшим по инвестициям в  оборудование сек-
тором остаются 3D-схемы флеш-памяти NAND-типа 
(16  млрд  долл. в  2018  году и  17 млрд долл. в  2019-м). 
Инвестиции в  сектор ДОЗУ в  2018  году увеличились 
на 26% (до 14 млрд долл.), но в 2019-м сократятся на 14% 
(до  12  млрд  долл.). Капиталовложения в  сектор крем-
ниевых заводов в 2018 году выросли на 2% –  до 17 млрд 
долл., в  первую очередь в  целях освоения производ-
ственных технологий с топологическими нормами 7 нм. 
В 2019 году ожидается их увеличение до 22 млрд долл. 
(рост на 26%) [5].

сОстОяние вну треннегО прОизвОдства 
микрОэлек трОники в кнр
В 2018 году основной объем производства ИС в КНР 
пришелся на расположенные в  стране филиалы 
иностранных корпораций, включая Samsung, Intel, 
GlobalFoundries, SK  Hynix и  TSMC. Однако в  бли-
жайшие пять лет их серьезно потеснят быстро 
наращивающие мощности китайские произво-
дители, в  частности SMIC, Huahong Group, YMTC 
и  ChangXin Memory Technologies. По прогнозам 
IC Insights, в  2023  году на эти и  другие китайские 
фирмы придется более половины производства ИС 
в КНР (табл. 2) [6].

Таблица 2. Производственные мощности основных китайских фирм и филиалов иностранных корпораций, распо-

ложенных на территории КНР. Источник: база данных Strategic Review корпорации IC Insights, CCID, CSIA, PwC

Место  

в рейтинге 

в 2018

Фирма Объем продаж, млрд долл. Деятельность

2013 2017 2018 2023

1 SK Hynix* 3,200 6,480 9,075 12,500 ДОЗУ

2 Samsung* 0 3,800 4,560 6,300 3D NAND-флеш

3 SMIC** 1,962 3,101 3,195 4,900 Услуги кремниевого завода

4 Intel* 2,650 2,325 2,675 3,800 3D NAND-флеш

5 Huahong Group** 0,795 1,395 1,542 2,500 Услуги кремниевого завода

6 TSMC* 0,510 0,700 0,950 1,800 Услуги кремниевого завода

7 XMC / YMTC 0,150 0,250 0,300 5,400 Услуги кремниевого завода / 3D NAND

8 CR Micro 0,165 0,220 0,245 0,365 Услуги кремниевого завода /  

стандартные ИС

9 Diodes-BCD 0,155 0,220 0,240 0,360 Услуги кремниевого завода /  

стандартные ИС

10 ASMC 0,117 0,150 0,180 0,280 Услуги кремниевого завода

Прочие 0,575 0,690 0,810 8,800 –

Производство ИС в КНР, всего 10,279 19,331 23,772 47,005 –

Мировой рынок ИС 271,9 369,4 430,8 571,4 –

Доля китайских фирм на миро-

вом рынке ИС, %

3,78 5,23 5,52 8,23 –

*  Производство только китайских филиалов.
**  Включая Huahong Grace и Shanghai Huali.
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Завод по обработке 300-мм пластин южнокорей-
ской корпорации SK Hynix, расположенный в  КНР, на 
конец 2018 года располагал наибольшим парком уста-
новленного оборудования среди всех предприятий 
корпорации. Месячная мощность его производства 
по обработке пластин при полной загрузке составляет 
200 тыс. шт.

Корпорация Intel в  III квартале 2015  года остано-
вила свой завод по обработке 300-мм пластин в  Да-
ляне (Fab  68, с  конца 2010  года производила микро-
контроллеры) в  связи с  переходом к  изготовлению 
3D-схем флеш-памяти NAND-типа. Перевод завершил-
ся во II квартале 2016 года. Теперь установленные мощ-
ности составляют 70  тыс. пластин диаметром 300  мм 
в месяц (при полной загрузке).

В  начале 2012  года корпорация Samsung получила 
разрешение южнокорейского правительства на строи-
тельство в Сиане завода по производству флеш-памяти 
NAND-типа на пластинах диаметром 300 мм. Производ-
ство запустили во II квартале 2014 года (к строительству 
приступили в сентябре 2012-го). Стоимость первого эта-
па проекта составила 2,3 млрд долл. при общем объеме 
инвестиций в проект порядка 7,0 млрд долл. На стадии 
освоения изготовления 3D-схем флеш-памяти NAND-
типа (с  2017  года) вся продукция предназначалась ис-
ключительно для Samsung. В  декабре 2018  года уста-
новленные мощности составили 100  тыс. (объявлено 
о планах довести этот показатель до 200 тыс. пластин 
в месяц) [4].

Кроме того, по сведениям IC Insights, в КНР располо-
жены производства крупнейших электронных корпо-
раций, которые также создают предприятия по произ-
водству ИС для нужд своих китайских филиалов. Так, 
например, корпорация Foxconn (Тайвань) заявила о на-
мерении построить в Поднебесной завод по производ-
ству ТВ-чипсетов и формирователей сигналов изобра-
жения за 9  млрд  долл. Это предприятие также будет 
оказывать услуги кремниевого завода [6].

Основными китайскими производителями ИС яв-
ляются известные кремниевые заводы SMIC, Huahong 
Group, которых по мощностям быстро догоняют фир-
мы YMTC и  ChangXin Memory Technologies, специали-
зирующиеся на схемах памяти. В  настоящее время 
в  КНР ведется или планируется сооружение (на  сред-
ства центрального правительства и  местных провин-
ций) 25 новых заводов / линий по обработке пластин, 17 
из них предназначены для обработки пластин диаме-
тром 300  мм. Основной специализацией новых пред-
приятий будет оказание услуг кремниевого завода, 
производство ДОЗУ и 3D флеш-памяти NAND-типа.

Китайский сегмент корпусирования и тестирования 
ИС также уверенно развивается. Ценность предложе-
ний наращивается за счет сделок слияний / поглоще-
ний, а также создания расширенных возможностей для 
привлечения зарубежных производителей интеграль-
ных приборов.

Китайский рынок микроэлектронных материалов, на 
котором доминируют материалы для корпусирования 

Рис. 4. Специализация основных центров микроэлектроники КНР. Источник: http://prod7.semi.org/en/sites/semi.org/files/data17/

images/China_District_Regional_Map_600px.png
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ИС, в  2016  году стал вторым по величине региональ-
ным рынком, а с 2017 года укрепляет позиции, сохраняя 
перспективу выйти на первое место в 2019–2020 годах. 
Как ожидается, рынок полупроводниковых материа-
лов в этой стране за 2015–2019 годы должен продемон-
стрировать CAGR (сложные проценты) порядка 10%, что 
обеспечивается в  основном благодаря наращиванию 
мощностей заводов по обработке пластин. За этот же 
период CAGR увеличения объема производственных 
мощностей заводов по обработке пластин должен со-
ставить 14%.

К настоящему времени на территории КНР сформи-
ровалось четыре крупных научно-промышленных ком-
плекса, ориентированных на развитие микроэлектро-
ники (рис. 4) и смежных отраслей. С ними активно ра-
ботают Академия наук КНР (123 института) и  ведущие 
университеты [7].

Как уже отмечалось, развитием микроэлектроники 
занимается не только центральное, но и местные пра-
вительства. Так, власти провинции Гуанчжоу начиная 
с  2015  года активно привлекают инвестиции зарубеж-
ных электронных фирм, включая Foxconn (Тайвань) 
и LG (Ю. Корея). Они также реализуют проект CanSemi 
(иногда называется Guangzhou Yuexin или YPC), в рам-
ках которого в  начале 2019  года предполагается вве-
сти в  строй завод по производству ИС для Интернета 
вещей, автомобильных сетей (внутриавтомобильные 
сети и  транспортная инфраструктура), средств искус-
ственного интеллекта и  средств связи / сетей 5-го по-
коления (5G). Первоначально продукция будет выпу-
скаться по топологиям от 40 до 28 нм.

До представления проекта CanSemi в начале 2018 года 
в  рамках деятельности провинциального инвестицион-
ного фонда развития микроэлектроники было заключено 
15 сделок с фирмами в сфере проектирования, производ-
ства и тестирования ИС. Один из участников этих сделок –  
корпорация Guangdong Gowin Semiconductor, специали-
зирующаяся на вентильных матрицах, программируемых 
пользователем. В 2017 году было 24 объявления об инве-
стициях в электронную промышленность Гуанчжоу, сде-
ланных, в частности, корпорациями Cisco, General Electric 
(обе США), Huawei, Tencent и ZTE (все КНР) [8].

реа листичнОсть планОв пОд вОпрОсОм?
По данным IC Insights, производство ИС в  КНР за 
2018–2023 годы почти удвоится –  с 23,8 до 47 млрд долл. 
Соответственно, рост в сложных процентах (CAGR) за про-
гнозируемый период составит 15%.

С  2005  года КНР  –  крупнейший в  мире потребитель 
ИС. При этом доля внутреннего производства, по итогам 
2018 года, составила 15,3% объема внутреннего рынка ИС 
(155 млрд долл.) по сравнению с 12,6% в 2013-м. К 2023 го-
ду этот показатель увеличится до 20,5%. Однако раз-
рыв в абсолютных показателях между объемом продаж 
и  внутренним производством увеличится со 131,2 млрд 
долл. в 2018 году до 182 млрд долл. в 2023-м (рис. 5). При 
этом производство ИС в  КНР в  2023  году составит все-
го 8,2% прогнозируемого объема мирового рынка ИС 
в 571,4 млрд долл. [7].

Оценивая реальность достижения поставленных це-
лей, специалисты IC Insights указывают на значительный 
прирост продаж ИС, которого могут добиться китайские 

Рис. 5. 
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фирмы в течение ближайших пяти лет. В первую очередь 
перечисляются крупнейший местный «чистый» кремние-
вый завод SMIC, Huahong Group, новые производите-
ли памяти YMTC и ChangXin Memory Technologies (CXMT, 
ранее Innotron). При этом стартап JHICC (производство 
ДОЗУ) в  настоящее время находится под американски-
ми санкциями.

С учетом заявленных инвестиционных планов КНР на 
пять лет очевидно, что определенных успехов в снижении 
зависимости от импорта ИС КНР добьется. Однако все бо-
лее пристальное внимание властей стран-конкурентов 
(в  первую очередь США) к  китайским попыткам приоб-
ретения высокотехнологичных фирм, а также правовые 
проблемы (включая судебные иски), с  которыми китай-
ские фирмы с большой вероятностью столкнутся в буду-
щем, позволяют IC Insights предположить, что, несмотря 
на определенные успехи, заложенные планом «Сделано 
в Китае –  2025», показатели (самообеспеченность ИС на 
уровне 40% в 2020 году и 70% –  в 2025-м) достигнуты не бу-
дут. Насколько близко китайцам удастся подойти к реа-
лизации целей, покажет время [4].

Однако у  КНР есть возможность ускорить развитие 
национальной электроники за счет искусственного 
интеллекта.

искусственный интеллект –  
 ключ к прОрыву?
В  июле 2017  года в  рамках реализации XIII пятилетнего 
плана социально-экономического развития (2016–2020 гг.) 
ЦК КПК и Государственный Совет КНР утвердили План раз-
вития искусственного интеллекта следующего поколения 
(新一代人工智能发展规划), предусматривающий достиже-
ние поставленных в  нем целей в  три этапа с  контроль-
ными точками в 2020, 2025 и 2030 годах соответственно. 
К 2020 году предполагается довести уровень разработок 
искусственного интеллекта (ИИ) в КНР до уровня мировых 
стандартов и добиться значительных достижений в обла-
сти приложений и  теории ИИ. Использование ИИ в  ос-
новных областях его применения должно принести при-
быль не менее 150 млрд юаней. К 2025 году планируется 
принять основные законы и нормы регулирования сферы 
ИИ. Доход от использования технологии должен соста-
вить, по крайней мере, 400 млрд юаней, в том числе в та-
ких секторах, как интеллектуальное производство, меди-
цина, сельское хозяйство и градостроительное проекти-
рование / городское планирование. Наконец, в 2030 году 
Китай должен стать ведущим разработчиком ИИ в мире, 
эта технология должна быть глубоко встроена в  повсе-
дневную жизнь страны, а доход от ее применения – пре-
высить 1 трлн юаней [9].

К основным задачам Плана относятся ускорение раз-
работки интеллектуальной продукции, совершенство-
вание прорывных технологий и  углубление развития 

интеллектуальных производств. Первая задача подра-
зумевает разработку интеллектуальных транспортных 
средств и  сетей, обслуживающих роботов, БПЛА, меди-
цинских диагностических систем формирования изобра-
жения, систем распознавания видеоизображений, интер-
активных голосовых систем, систем перевода, а также из-
делий для интеллектуальных домов. Вторая –  разработку 
интеллектуальных датчиков различного назначения, ИС 
нейронных сетей и  платформ разработки с  открытыми 
исходниками. Решение третьей задачи охватывает во-
просы интеллектуального производства оборудования 
и различной продукции с использованием основных про-
рывных технологий, а также создание новых моделей ин-
теллектуального производства.

Еще несколько целей Плана имеют отношение не 
к  развитию, а  к  использованию изделий микроэлектро-
ники [10].

В структуру Плана включено шесть глав: анализ страте-
гической ситуации, общие требования, специализирован-
ные задачи, распределение ресурсов, обеспечительные 
меры, их организация и  осуществление. Общие требо-
вания описывают идеологию документа, базовые прин-
ципы, стратегические задачи, общие направления реа-
лизации. Специализированные задачи включают в себя 
создание открытых и  координируемых научно-техниче-
ских систем стимулирования инноваций в  области ИИ, 
создание основных технологических систем ИИ следую-
щего поколения, ускорение обучения и  накопления та-
лантов в области ИИ. К обеспечительным мерам относят-
ся разработка соответствующего законодательства и мер 
регулирования, разработка стандартов и интеллектуаль-
ной собственности (в  том числе защита прав интеллек-
туальной собственности) [11].

американцы пускаются в пОгОню...
В  середине февраля текущего года президент США 
Д. Трамп распорядился сформировать скоординиро-
ванную федеральную стратегию, призванную расши-
рить американское лидерство в  области исследований 
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и развертывания ИИ, включая развитие технологий, со-
здание стандартов и образовательных программ. Таким 
образом, НИОКР в области ИИ названы одним из высших 
приоритетов научно-технической политики страны.

Ассоциация полупроводниковой промышленности США 
(SIA) подчеркивает, что лидерство в области ИИ во многом 
основано на результатах НИОКР в  области развития ми-
кроэлектронных технологий. Ежегодно на эти цели расхо-
дуются десятки миллиардов долларов –  в 2017 году их сум-
ма составила 36 млрд долл. По оценкам SIA, использование 
ИИ может привести к дополнительному наращиванию ВВП 
США на 8 трлн долл. в 2035 году, а годовой рост экономи-
ки увеличится с 2,6 до 4,6%. При этом SIA опасается успеш-
ной реализации планов КНР в области развития ИИ [12].

* * *
Итак, реально ли достижение КНР поставленных целей? 
Объем инвестиций, темпы строительства и  оснащения 
микроэлектронных предприятий указывают на то, что да. 
противодействие стран-конкурентов (в первую очередь 
США) в плане приобретения высоких технологий и пра-
вовые проблемы рассматриваются как факторы «про-
тив». Доля отечественных ИС на внутреннем рынке выра-
стет, но запланированного уровня может не достичь.

Однако не все так однозначно. При проектировании ИС 
и технологических процессов, управлении производствен-
ными процессами в других областях микроэлектроники все 
большее значение приобретает ИИ. Например, благодаря 
использованию ИИ в инструментальных средствах САПР 
можно отказаться от «ручных» операций и сократить цикл 
проектирования с нескольких месяцев / недель до несколь-
ких дней и менее. Несмотря на то, что по общему уровню 
разработок в области ИИ КНР пока отстает от США, в пла-
не создания и начала реализации (с учетом объемов фи-
нансирования, на чем китайцы не экономят) общенацио-
нального плана развития ИИ КНР на два года опережает 
США. Рано или поздно это «выстрелит», в частности, в об-
ласти микроэлектроники. И тогда достижение поставлен-
ных на 2025–2030 годы целей намного реальнее.
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